I}““Il”mlll!une technologie

de tran51stors, son processus d
est a la pointe des hautes technolo

de base semi-conducteur

- Crofiteterrestre 1 6 silicjum est l'un

des éléments chimiques

les plus répandus sur

Noyauexteme Terre, trés abondant
Noyauinterne dansla crofite terrestre

(25 %). C'est un matériau
semi-conducteur, c'est-a-dire qu'il

n'est ni tout a fait conducteur
d'électricité, ni tout a fait isolant.
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B 'Ce lingot pése environ

Clest sur cette propriété singuliére 100 kilos avecune
que toute l'informatique actuelle fonctionne. - puretéde summmle
Le caractére conducteur ou isolant prend sa source ¢ lordreide 99,9989 %.
dans la structure méme des atomes. Le silicium posséde ' C flestensuite

un certain nombre d'électrons, agencés autour d'un - découpéen
noyau. Dans le processus de fabrication du microproces- plusieurs
seur, on va doper cette structure afin de generer dela S esfins
conductivité s elés
électrique. Soit avec lectricité e . gwger».
du bore, soit avec du i
phosphore. Le but
étant d'ouvrir ou

de fermer des portes
via des milliards

de transistors pour
envoyer des fils

d'instructions
appelés aussi
«thread», équivalent Découpe
au «0» ou au «1»,
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Traitement de surface

et transformation du «wafer»

Le "wafer" est poli jusqu'a I'obtention d'une
surface miroir. Un revétement photorésistant
trés fin, similaire a celui utilisé pour

les pellicules en photographie, est appliqué.

Lithogravure et traitement
des transistors

i Exposées aux UV, les zones du "wafer”

| recouvertes du traitement photorésistant
i

|

|

|

deviennent solubles. La microlithogravure
va permettre de créer des motifs de circuits.

<« Revétement Micro- »
photorésistant lithogravure

< Dopage Traitement > ; Al'échelle >
(ajout d'ions étrangers) chimique et gravure du transistor

Interconn , cablage Découpe des microprocesseurs,
7 et tests de contrdle aussi appelés «dies»
Des millions de transistors sont désormais Avant découpe, on envoie des

= connectés. Ils vont agir comme des signaux-tests. Ceux-ci sont comparés
o interrupteurs en contrélant le flux aux «bonnes réponses» attendues.
électrique. Les couches métalliques
permettent l'interconnexion.

Un dernier contdle

Céblage cuivre > e Découpe

i

Encapsulation des microprocesseurs

Le support de connexion, le microprocesseur
et la capsule de protection sont assemblés.

Encapsulation

. Le «binning», I'ultime test La puce est préte
Ce test va permettre de définir la Le microprocesseur est envoyé nu
fréquence maximale de chaque aux assembleurs de PC, ou

microprocesseur et de les trier par lots. il sera vendu a I'unité avec des
spécificités stables et vérifiées.

S

Packaging
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